TEST + QUALITATSSICHERUNG

Umfassende Test- und Analysedienstleistungen zur Qualitatssicherung

Gib Fehlerquellen
keine Chance

Im Rahmen der Qualitatssicherung ist es unerlasslich, durch prézise, vielféltige und zudem
dulRerst spezifische Test- und Analyseverfahren alle relevanten Eigenschaften elektronischer
Bauteile und Baugruppen, sowohl fiir kleinere Stiickzahlen als auch fiir Serienstiickzahlen,
genau und umfassend zu untersuchen. Mogliche Fehlerquellen kénnen so schonungslos
aufgedeckt werden, was das Risiko fiir spétere Fertigungsprobleme, eventuelle Regress-
anspriiche und Vertragsstrafen bei nicht plinktlicher Lieferung minimiert. Die rechtzeitige
Identifizierung und Lokalisierung von Schwachstellen und Fehlerpotenzialen ist inshesondere
fiir ,,elektronische Komponenten aus unsicherer Herkunft” zur Wahrung der Qualitét der eige-
nen Produkte von entscheidender Bedeutung, gerade in Zeiten der Allokation.

Bei HTV, einem der weltweiten Marktfihrer im Bereich Test, Ma-
terial- und Fehleranalyse, Bauteilprogrammierung und Langzeit-
lagerung, kénnen elektronische Komponenten bis ins Detail getes-
tet, qualifizert und untersucht werden. Ein an die zunehmenden
Test- und Analytikanforderungen angepasster, kontinuierlich wach-
sender Maschinen- und Geratepark, sowie Teams aus insgesamt
mehr als 220 Ingenieuren, Doktoren, Technikern und Facharbeitern,
ermaoglichen es, gemeinsam mit dem Kunden das ideale Prifkon-
zept zu finden.

Priifungen nach Datenblatt und Kundenspezifikation
Elektrische Prifungen nach Datenblatt und Kundenspezifikationen
bei definierten Umgebungstemperaturen von —60 °C bis 180 °C mit-
hilfe einer Vielzahl hochkomplexer Digital- und Mixed-Signal-GroR-
testsysteme bzw. eigens fir die gewlinschten Untersuchungen er
stellte Prifapplikationen, dienen zur Sicherstellung der elektroni-
schen Funktionalitat, zum einen als Priifung fir ASIC-Hersteller, zum
anderen als erweiterte Wareneingangsprifung fir Elektronikher
steller. Bei Bedarf werden nicht nur elektrische sondern auch me-
chanische Eigenschaften (Abmessungen, Aufbau) sowie der aufde-
ren Allgemeinzustand der Bauteile beurteilt.

Eine Untersuchung der inneren mechanischen Eigenschaften (Bond-
drahte, Leadframe, Steckverbindungen etc.) kann durch weiterge-
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hende Analysen wie beispielsweise dem zerstdrungsfreien 2D-
oder 3D-Rontgen, Bauteiloffnung, Rasterelektronenmikroskopie
oder auch FTIR Spektroskopie sichergestellt werden.

Zur Feststellung von Bauteilmanipulation und zur Bewertung der
Originalitdt und Qualitat fremdbeschaffter Teile kénnen detaillierte
Untersuchungen des duBeren und nach chemischer Offnung auch
des inneren Aufbaus durchgeflihrt werden. Die Beschriftung der
Bauteilchips (Dies) wird durch Vergleich mit einem Originalbaustein
verifiziert und die Oberflachen auf Hinweise moglicher Falschungen,
Manipulationen, Aussortiervorgange oder Schaden hin untersucht.
Der Kunde erhélt somit eine aulBerst qualifizierte Aussage Uber den
Zustand der angelieferten Ware.

Zur Prifung optischer Bauteile wie z.B. LEDs, Lichtdetektoren (Fo-
todiode, Fototransistor und LCDs) sowie lichttechnischer Baugrup-
pen stehen eine Reihe vollstédndig automatisierter und parametri-
sierbarer Messplatze zur Messung und/oder Selektion der opti-
schen und elektrischen Parameter auch fur Serienstickzahlen zur
Verfiigung. Speziell fir die unterschiedlichsten Medizinprodukte
kénnen hierbei neben radiometrischen Spektralmessungen (im Wel-
lenlangenbereich 400-1.100nm) auch photometrische Spektral-
messungen (im Wellenldangenbereich 380—-780nm) z.B. an Leucht-
dioden durchgeflihrt werden, die spéater fir Blutanalysen verwendet
werden.



Wafertest.

Um Aussagen uber die Verwendbarkeit von elektronischen Kompo-
nenten im Automobil zu erhalten, besteht die Mdglichkeit, durch ge-
eignete Qualifikationen, wie z.B. gemall AECQ-0100 oder
AECQ-0200, die Eignung fir den Automobileinsatz zu verifizieren.

Detaillierte Fehleranalysen

Ein einziges qualitativ schlechtes Bauteil oder eine schlechte Lotver
bindung kann die Funktion und die Qualitat der gesamten elektroni-
schen Baugruppe gefahrden. Fehleranalysen sind daher von essen-
tieller Bedeutung. Durch das bestens ausgestattete ,, Institut fir Ma-
terialanalyse” erschlieRt sich fiir den Kunden von HTV die Maglich-
keit zur Durchfihrung detaillierter Fehleranalysen, z.B. an Ausfall-
baugruppen oder -bauteilen. Fragstellungen rund um die Lotstellen-
qualitédt und die mdglicherweise metallurgischen Ursachen fir das
Versagen von Lotstellen lassen sich beispielsweise mithilfe Ront-
gen- sowie Schliffbilduntersuchungen und dem Praparationsverfah-
ren MetaFinePrep sowie erganzenden Analysen, z.B. mittels Ras-
terelektronenmikroskopie und EDX, klaren. Hierdurch werden zu-
satzliche detaillierte Erkenntnisse zur inneren Struktur der einge-
setzten Materialien gewonnen, die konventionelle Untersuchungs-
methoden nicht ermdglichen (z. B. Riickschluss auf Harte, Zahigkeit,
Sprodigkeit, Lotbarkeit, Erkennen von Fehlstellen im Bereich des in-
termetallischen Phasenlibergangs). Erganzend liefert die Industrie-
thermographie mit Warmebildkamera wichtige Informationen wah-
rend des Betriebs von Baugruppen um Fehlerstellen oder Hotspots
zu identifizieren.

Ist die Fehlerursache, wie z.B. ein falsches, defektes oder manipu-
liertes Teil, ermittelt, so bietet sich durch Reparatur mittels geeigne-
ter Rework-Systeme die Moglichkeit, einen qualitativ einwandfreien
Ausgangszustand der einzelnen Baugruppe oder der gesamten Se-
rie wiederherzustellen und so hohe Kosten zu sparen.

Bei der Bewertung z.B. von Leiterplatten (IPC-A600) oder Kontakt-
oberflachen ergeben sich oftmals Fragestellungen betreffend Gold-
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schichtdicken und deren Hérte. Durch die Rontgenfluoreszenz-
analyse (RFA) werden in solchen Féllen die tatséchlichen Schichtdi-
cken bestimmt. Erganzend ermdglicht die instrumentierte Eindring-
prifung (Nanoindentation) die Ermittlung der Harte der Kontaktma-
terialien, was beispielsweise Rickschlisse auf die Belastbarkeit ei-
nes Kontaktes zulasst.

Auch wichtige Aussagen hinsichtlich des Alterungsverhaltens bzw.
der aktuellen Alterungssituation, z.B. wahrend einer Langzeitlage-
rung, lassen sich durch geignete Untersuchungen ableiten. Das
Stoppen der Alterung im Rahmen der HTV-TAB-Langzeitkonservie-
rung wird mit dhnlichen Verfahren verifiziert.

Risikominimierung durch Test- und
Analyseverfahren

Zahlreiche und differenzierte Test- und Analyseverfahren decken
mogliche Fehlerquellen und -ursachen schonungslos auf, was das
Risiko fUr spatere Fertigungsprobleme, eventuelle Regressanspri-
che und Vertragsstrafen bei nicht piinktlicher Lieferung minimiert.
Erganzend zu entsprechenden qualifizierten Dienstleistungen bietet
sich durch geeignete Seminare und Workshops in der HTV-Akade-
mie auch die Maglichkeiten der individuellen Weiterbildung.
www.htv-gmbh.de
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